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(54) Herstellungsverfahren fur eine Gasentladungslampe 

@ Bei einem neuartigen Verfahren zur Herstellung von 
Gasentladungslampen-Entladungsgefaf^en wird Glas 
durch Lichteinstrahlung aufgeschmolzen. 



11 



6 5 



4- 
3- 
4- 




4 
3 
4 



12 



CO 

<o 

00 

(O 
CO 

O) 
0> 



UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 12.00 002 067/399/1 



15 



DE 199 36 863 A 1 



l 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur HerstelluDg eines 
EntladungsgefaBes einer Gasentladungslampe. 

Insbesondere richtet sich die Erfindung auf die Herstel- 
lung von Gasentladungslampen, die fur dielektrisch behin- 
derte Entladungen ausgelegt sind, bei denen also zumindest 
eine Polaritat von Elektroden durch eine dielektrische 
Schicht von dem Entladungsvolumen in dem Entladungsge- 
faB getrennt ist. 

Mit bevorzugten Ausgestaltungen richtet sich die Erfin- 
dung auf Flachstrahlerlampen - insbesondere fur dielek- 
trisch behinderte Entladungen. Die Technologie von Gas- 
entladungslampen, insbesondere von Gasentladungslampen 
fur dielektrisch behinderte Entladungen und wiederum ins- 
besondere von Flachstrahler-Gasentladungslampen wird 
hier als Stand der Technik vorausgesetzt. Als Beispiel wird 
zudem verwiesen auf die vorherige deutsche Paten tanmel- 
dung 197 11 890.9 derselben Anmelderin, deren Offenba- 
rungsgehalt hinsichtlich der Lampentechnologie von Flach- 
strahler- Gasentladungslampen fur dielektrisch behinderte 
Entladungen durch Inbezugnahme hiermit inbegriffen ist. 

Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, ein 
verbessertes Herstellungsverfahren fiir EntladungsgefaBe 
von Gasentladungslampen anzugeben. 

Dieses technische Problem wird erfindungsgemaB gelost 
durch ein Verfahren zur Herstellung eines Entladungsgefa- 
6es einer Gasentladungslampe, dadurch gekennzeichnet, 
daB zum dichten Verbinden zweier Giasteile des Entla- 
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sehr reinen Gasatmosphare oder im Vakuum gearbeitet wer- 
den, ohne dementsprechend Nachteile fur die Warmean- 
kopplung des EntladungsgefaBes in Kauf nehmen zu mus- 
sen. 

GemaB einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung 
erfolgt die Lichteinstrahlung lokal konzentriert. Dies bedeu- 
tet, daB die Lichteinstrahlung im wesentlichen auf den ortli- 
chen Bereich des aufzuschmelzenden Glases eingeschrankt 
wird, jedenfalls im Rahmen der optischen Moglichkeiten, so 
daB ein groBerer Teil des nicht aufzuschmelzenden Restes 
des EntladungsgefaBes nicht direkt durch die Warmeein- 
kopplung betrofFen ist. 

Damit besteht die Moglichkeit, . an den durch die lokal 
konzentrierte Lichteinstrahlung erfaBten Stellen deutlich 
hohere Temperaturen zu erzielen als im Rest des Entla- 
dungsgefaBes. Zum einen konnen dadurch die bei hoheren 
Temperaturen auftretenden Ausgasungen aus den Materia- 
lien des EntladungsgefaBes jedenfalls fur den Teil, der von 
der Lichteinstrahlung nicht betroffen ist, unterbunden oder 
auf einen deutlich kleineren Teil begrenzt werden. Des wei- 
teren wird die thennische Belastung der nicht betroffenen 
Teile des EntladungsgefaBes verkleinert, wodurch mechani- 
sche Beschadigungen aufgrund von Verspannungen oder 
thermischen Veranderungen des Materials vermieden wer- 
den konnen. 

Insbesondere konnen an von dem durch die Lichteinstrah- 
lung erfaBten Bereich entfernten Stellen des Entladungsge- 
faBes Materialien mit einer geringeren thermischen Bestan- 
digkeit, insbesondere einem niedrigeren Schmelzpunkt als 



dungsgefaBes und/oder dichten VerschlieBen einer Offhung 30 das aufzuschmelzende Glas, eingesetzt werden. Beispiels 



des EntladungsgefaBes Glas durch Lichteinstrahlung aufge- 
schmolzen wird. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegen- 
stand der abhangigen Anspriiche. 

Die Grundidee der Erfindung besteht darin, bei der Her- 
stellung des EntladungsgefaBes Glas durch Lichteinstrah- 
lung aufzuschmelzen. Das geschmolzene Glas kann dabei 
zum Verbinden von Teilen des EntladungsgefaBes dienen, 
die dazu zumindest in dem betroffenen Bereich zumindest 
im wesentlichen aus Glas bestehen sollen. Gleichzeitig kann 
das aufgeschmolzene Glas auch zum VerschlieBen einer in 
dem EntladungsgefaB zum (Auspumpen und) Befullen mit 
der Entladungsgasatmosphare verbliebenen Befulloffnung 
oder anderen Zwecken dienenden Offhung dienen. Das Ver- 
schlieBen einer Offhung ist auch ohne Verbinden von Entla- 
dungsgefaBteilen moglich, indem das aufgeschmolzene 
Glas eine Befulloffnung in einem Entladungsgefa'Bteil ver- 
schlieBt. 

In jedem Fall muB durch die Lichteinstrahlung ein Auf- 
schmelzen soweit erreicht werden, daB die Erweichung des 
Glases zu einer festen Verbindung und gegebenenfalls zu ei- 
ner Formanpassung an die benachbarten Teile des Entla- 
dungsgefaBes fiihrt. Mit dem Begriff Aufschmelzen ist sinn- 
gemaB nicht notwendigerweise ein Ubergang in eine im ei- 
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weise gilt dies fiir sogenannte Glaslote, die etwa beim Ftigen 
verschiedener Teile von FlachstrahlerentladungsgefaBen 
Verwendung finden und neben einer starken Ausgasung 
auch relativ niedrige Schmelzpunkte aufweisen. Andere 
Beispiele fur temperaturempfindliche Bau teile sind Metall- 
elektroden oder Leitungsdurchfuhrungen und schlieBlich 
alle Bereiche, in denen Materialien mit unterschiedlichen 
thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufeinander treffen. 

Andererseits erlaubt die Lokalisierbarkeit der Lichtein- 
strahlung die Verwendung von Glasern auch mit hohen Er- 
weichungstemperaturen zum Fiigen von Glasteilen oder 
VerschlieBen von Befulloffnungen und dergleichen, bei- 
spiels weise auch mit Erweichungstemperaturen von 700°C 
und daruber. Ein typischer Temperaturbereich fur das erfin- 
dungsgemaBe Ausschmelzen liegt zwischen, 350 und 
1000°C. Dabei kann die Erfindung natiirlich auch in tieferen 
Temperaturbereichen von Vorteil sein, insbesondere auch in 
Verbindung mit bei niedrigen Temperaturen erweichenden 
Glasem, etwa wenn im Vakuum eine bereits ab 400°-500°C 
erhebliche Ausgasung von Glaslotmaterialien begrenzt wer- 
den soil. 

Gerade im Hinblick auf die Moglichkeit, auch erst bei ho- 
heren Temperaturen erweichende Glassorten aufzuschmel- 
zen, richtet sich die Erfindung bevorzugt auf solche Glaser, 



gentlichen Wortsinn flussige Phase gemeint. Vielmehr ist 55 die selbst bei der Erwarmung moglichst wenig ausgasen. 

auch eine ausreichende Erweichung inbegriffen, die einer- Dies sind vorzugs weise porenfreie und bindemittelfreie Gla- 

seits zu einer ausreichenden Haftung des erweichten Materi- ser im Gegensatz zu pulverformigen Glasloten. Insoweit 

als an den benachbarten EntladungsgefaBteilen und, bei Be- wird durch das erfindungsgemaBe Verfahren die Reinheit 

darf, zu einer Formanpassung daran fuhrt. des Entladungsgases weiter verbessert, indem nicht einmal 

Konventionellerweise wurden Glasaufschmelzschritte 60 der durch die Lichteinstrahlung aufgeschmolzene Bereich 



bei der Herstellung von EntladungsgefaBen typischerweise 
durch Aufheizen in einem Ofen oder auch durch direkten 
Kontakt mit einer Flamme durchgefuhrt. 

Der Vorteil liegt darin, daB eine Lichteinstrahlung die 
Moglichkeit bietet, die Energieeinkopplung schneller und 
direkter und, bei Bedarf, auch gerichtet durchzufuhren. Da 
zum Heizen durch Lichteinstrahlung kein Kontakt mit ei- 
nem heiBen Medium notwendig ist, kann dabei auch in einer 
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eine ubermaBige Ausgasung zeigt. 

Eine weitere bevorzugte MaBnahme der Erfindung be- 
steht darin, das aufzuschmelzende Glas so auszuwahlen, daB 
es in dem eingestrahlten Spektralbereich starker absorbiert 
als die benachbarten Teile des EntladungsgefaBes. Dadurch 
kann von optischen MaBnahmen unabhangig eine Lokalisie- 
rung der Erwarmung durch verstarkte Leistungsabsorption 
in dem gewiinschten Glasmaterial erzielt werden. Bei star- 
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ker Absorption des aufzuschmelzenden Glases kann zum ei- 
nen die eingestrahlte Gesamtlichtleistung verringert werden. 
Ferner erhoht sich dadurch, gegebenenfalls zusatzlich zu 
den zuvor beschriebenen MaBnahrnen der lokalen Konzen- 
tration, der erzielbare Temperaturunterschied zwischen dem 
aufzuschmelzenden Glas und dem Rest des Entladungsgefa- 
Bes - mit den zuvor dargestellten Vorteilen. 

Eine dergestalt selektive Absorption des eingestrahlten 
Lichts kann neben einer geeigneten Wahl der eigentlichen 
Glassorte auch durch spezielle Zusatze erzeugt werden. Be- 
vorzugt sind hierbei Metallionen wie Ionen von Co, Cu, Cr, 
Ni, Ce, Nd, Pr, Cd, Ti, Mn, V, Pb, Zn, Bi oder Fe, insbeson- 
dere Fe-Ionen. Weiterhin sind Sulfide, Telluride oder Sele- 
nide von Zn, Sb, Pb, Mo, W, Ag, Co, Cu, Cr, Ni, Ce, Nd, Pr, 
Cd, Ti, Mn, V oder Fe bevorzugt, insbesondere FeS. 

Das mit diesen Zusatzen versehene Glas absorbiert insbe- 
sondere stark im infraroten Bereich. Dementsprechend ist 
bei der Erfindung eine Infraroteinstrahlung bevorzugt. Das 
Infrarotlicht oder anderes Licht kann erzeugt werden durch 
eine konventionelle Lichtquelle, die durch konventionelle 
optische Mittel fokussiert und auf den zu beleuchtenden Be- 
reich gerichtet werden kann, z. B. durch Spiegel, Blenden 
und dergleichen. Vorzugsweise wird jedoch ein Laser einge- 
setzt. Insbesondere kommt ein YAG-Laser in Betracht. Um 
(moglicherweise linienhaft) ausgedehnte Bereiche zu be- 
strahlen, kann der Einstrahlfleck des Lasers als Alternative 
zu konventionellen optischen MaBnahrnen auch entlang 
dem zu beleuchtenden Bereich verfahren werden, beispiels- 
weise durch Spiegelbewegungen oder Bewegungen eines 
Lichtleitersystems. Der zu bestrahlende Bereich muB dabei 
nicht zusammenhangend sein. Es konnen in gleicher Weise 
auch mehrere an dem EndadungsgefaB verteilte Stellen be- 
strahlt werden. 

Bislang wurde die Wichtigkeit einer moglichst ausge- 
pragten Selektivitat der Leistungsabsorption im Bereich des 
aufzuschmelzenden Glases betont. Niedrige Temperaturen 
des EntiadungsgefaBes wurden dabei grundsatzlich als giin- 
stig betrachtet. Hierzu ist jedoch zu erganzen, daB es zur De- 
sorption von an den Innenwanden des EntladungsgefaBes 
befindlichen Adsorb a ten, insbesondere Wasser, zu empfeh- 
len ist, vor dem Einbringen des Befullgases und anschlie- 
Benden VerschlieBen des EntladungsgefaBes durch Tempe- 
raturen mindestens liber 150° oder 200°C eine thermische 
Desorption durchzufiihren. 

Weiterhin kann eine Temperaturerhohung des Enda- 45 
dungsgefaBes auch zu empfehlen sein, wenn aufgrund der 
starken lokalen Erwarmung durch die Lichteinstrahlung 
ubergroBe thermische Spannungen zu erwarten sind. Dazu 
wird das EndadungsgefaB vor der lokalen Lichteinstrah- 
lung, wahrenddessen und unmittelbar danach bei einer 50 
leicht erhohten Temperatur gehalten. ErfindungsgemaB 
kommen hier Temperaturen iiber 150, vorzugsweise uber 
200 und im gunstigsten Fall uber 250°C in Betracht. Gun- 
stige Obergrenzen sind 500°C, vorzugsweise 450, 400 und 
bestenfalls 350°C. Dieser Schritt kann mit der zuvor er- 
wahnten thermischen Desorption zusammengefaBt oder in 
der Abkuhlphase nach einer solchen Desorption vorgesehen 
sein. Die oberen Temperaturgrenzen sind dadurch bedingt, 
daB die zu vermeidenden Ausgasprozesse bei hoheren Tem- 
peraturen zunehmen. 

Im Hinblick auf die fur solche Verfahren sschritte geeig- 
nete Vorrichtung richtet sich die Erfindung ferner auf eine 
Durchfuhrung des Verfahrens in einem Vakuumofen zum 
Auspumpen und Befullen bei gleichzeitig kontrolliert er- 
hohter Temperatur. Fiir den Laser als Heiz-Lichtquelle fur 65 
das Aufschmelzen des Glases kann dabei ein infrarot-trans- 
parentes Fenster oder eine Durchfuhrung fur einen Lichtlei- 
ter Verwendung flnden. 



Wie bereits eingangs erwahnt, ist das erfindungsgemaBe 
Aufschmelzen von Glas bei der Herstelliing eines Enda- 
dungsgefaBes einerseits zum Zusammenbauen von Enda- 
dungsgefaBteilen ("Fiigen") oder andererseits auch zum Ver- 
5 schlieBen von Offnungen insbesondere von Befulloffnun- 
gen, in dem EntladungsgefaB geeignet. Eine solche Offnung 
kann eine Befulloffhung zum Auspumpen und Befullen 
sein, die nach dem Befullen verschlossen werden muB. Es 
kann jedoch auch eine Offnung sein, durch die beispiels- 
10 weise eine elektrische Durchfuhrung hindurchgelegt ist und 
die dicht verschlossen werden soil, wobei die Durchfuhrung 
eingeschmolzen wer den soli. In jedem Fall ist es gunstig, 
das aufzuschmelzende Glas als VerschluBelement als ver- 
dickten Rand der Offnung vorzusehen. Dann kann das Glas 
15 bei seiner Erweichung gleichmaBig von alien Seiten der Off- 
nung aus die Offnung verschlieBen. Wenn die Offnung eine 
Befulloffhung ist, kann der Durchmesser der Offnung bei- 
spielsweise 1-5 mm betragen. 

Wie eingangs bereits erlautert richtet sich die Erfindung 
20 bevorzugt auf FlachstrahlerentladungsgefaBe. Diese konnen 
aus einer Bodenplatte und einer Deckenplatte sowie einem 
die beiden Platten verbindenden Rahmen aufgebaut sein. 
Eine giinstige Anordnung einer Befulloffhung kann dabei in 
dem Rahmen liegen, weil dadurch die Lichtabstrahlung be- 
25 sonders wenig beeintrachtigt wird. Dies gilt im ubrigen auch 
fiir elektrische Durchfuhrungen. Moglich sind jedoch auch 
Anordnungen in der Bodenplatte oder in der Deckenplatte, 
wobei eine geschickte Unterbringung in einem Randbereich 
zu bevorzugen ist, um die Lichtabstrahlung und den Enda- 
dungselektrodenverlauf nicht zu storen. Insbesondere kann 
der Rahmen bei sehr flachen Lampen auch einfach aus ei- 
nem Glaslotstrang bestehen. 

Einen Kombinadonsfall, bei dem einerseits eine Befiill- 
offnung verschlossen und andererseits Glasteile des Entla- 
dungsgefaBes dicht verbunden werden, bildet ein weiterer 
Aspekt der Erfindung, demgemaB bei einem Rachstrahler- 
entladungsgefaB zwischen dem Rahmen und einer der Plat- 
ten eine Befulloffnung vorliegt, die durch das Aufschmelzen 
beseitigt wird. Dazu weist eine Dichtflache zwischen der ei- 
nen der Platten und dem Rahmen Unebenheiten auf, die ent- 
weder durch die Lichteinstrahlung und das Erweichen des 
Glases beseidgt werden oder an die sich das erweichte Glas 
anpaBt. 

Eine Variante hierzu besteht darin, daB die Dichtflache 
eine Vielzahl kleiner Unebenheiten aufweist, beispielsweise 
gewellt ist. Wenn das gewellte Teil, z. B. der Rahmen oder 
ein Teil des Rahmens, aus dem aufzuschmelzenden, vor- 
zugsweise infrarot-absorbierenden, Glas besteht, kann die 
Welligkeit durch Lichteinstrahlung geglattet und durch die 
gleichzeitige Erweichung die Platte mit der gewellten Dicht- 
flache des Rahmens verbunden werden. Natiirlich kann die 
Glaserweichung auch dazu fuhren, daB sich das Glas an eine 
gewellte Oberflache eines sich nicht erweichenden Teils an- 
paBt und damit verbindet. 

Altemativ dazu konnen die Unebenheiten in einigen we- 
nigen Erhohungen an ausgezeichneten Punkten bestehen, 
wobei im Prinzip bereits ein erhohter Punkt ausreicht. 

Des weiteren kann auch eine absorbierende Auflage auf 
dem Rahmen verwendet und der Rahmen aus einem Mate- 
rial gefertigt werden, das nach anderen Kriterien optimiert 
ist. 

Da die beschriebenen Moglichkeiten zum Verbinden des 
Rahmens mit der einen Platte mit einer makroskopischen 
Bewegung zwischen diesen beiden Teilen verbunden ist, 
kann dabei ein Anschlag von Vorteil sein. Da im allgemei- 
nen eine Lichteinstrahlung auf die Dichtflache zwischen der 
oben liegenden der beiden Platten und dem Rahmen leichter 
ist, ist es insbesondere bevorzugt, fiir eine sich bewegende 
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oben liegende Platte einen Anschlag vorzusehen. Dabei ist 
zu beachten, daB diese Platte im Betriebszustand der Lampe 
durchaus nicht oben liegen mu6. 

Ferner kann die Platte auf den Anschlag zu geneigt sein, 
so daB sie durch die Schwerkraft beim eventuellen Verrut- 
schen auf den Anschlag gerichtet verrutschen wird. 

Eine weitere erfindungsgemaBe Mbglichkeit richtet sich 
auf zusatzlich zu dem Rahmen vorgesehene Abstandsele- 
mente zwischen den beiden Platten, die vor dem Verschlie- 
Ben des EntladungsgefaBes die Platten soweit auseinander- 
halten, daB sich zwischen dem Rahmen und einer der Platten 
eine Befulloffhung ergibt. Wenn die Abstandselemente 
durch Lichteinstrahlung erweicht werden, sinkt die obere 
der beiden Platten ab, womit sich die Befulloffhung schlieBt. 
Dann kann die durch das Verschwinden der Befullbffnung 
entstandene Dichtstrecke wiederum durch Lichteinstrahlung 
verschlossen werden. 

Die Abstandselemente konnen dabei mehrteilig aufge- 
baut sein, wobei nur ein Teil eines jeden Abstandselements, 



zweiten erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiel; 

Fig. 4 das Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 3 nach dem Ver- 
se hlieBen; 

Fig. 5 eine schematisierte Darstellung einer Produktions- 
5 straBe fur das erfindungsgemaBe Verfahren; 

Fig, 6 eine schematisierte Seitenansicht eines Hachstrah- 
ler-EntladungsgefaBes vor dem erfindungsgemaBen Ver- 
schlieBen nach einem dritten erfindungsgemaBen Ausfuh- 
rungsbeispiel; 

10 Fig. 7 eine Variante zu Fig. 6 nach einem vierten Ausfuh- 
rungsbeispiel derErfindung; 

Fig. 8 eine weitere Variante zu den Fig. 6 und 7 nach ei- 
nem funften Ausfuhrungsbeispiel; und 
Fig. 9 eine schematisierte Querschnittsansicht durch ein 
15 Flachstrahler-EntiadungsgefaB nach einem sechsten Aus- 
fuhrungsbeispiel der Erfindung. 

Bei den in den Fig. 1-5 dargestellten ersten beiden Aus- 
fuhrungsbeispielen der Erfindung wird eine Befullbffnung 



in einem EntladungsgefaB mit einem GlasverschluBelement 

ein Zwischeneiement, bei der Herstellung erweicht. Insbe- 20 durch Aufschmelzen verschlossen. Nach dem ersten Aus- 

sondere kann das Zwischenelement ein Kissen unter oder fiihrungsbeispiel kann das VerschluBelement in einer der 

iiber einem Abstandselement sein, das bei niedrigeren Tern- Platten, nach dem zweiten in dem Rahmen eines Hachstrah- 

peraturen als das restliche Abstandselement erweicht. lerentladungsgefaSes angeordnet sein. 

Urn letzte mechanische Verse hiebungen beim Verschlie- Fig. 1 zeigt einen schematisierten Querschnitt durch ein 

Ben des EntladungsgefaBes, d. h. beim dichten Verbinden 25 FlachstrahlerentladungsgefaB. Dabei bezeichnet die Ziffer 1 



des Rahmens mit der einen Platte, aufzufangen, kann es von 
Vorteil sein, bei der Lichteinstrahlung auf die Dichtflache 
das EntladungsgefaB noch auf einer etwas erhohten Tempe- 
ratur zu belassen, bei der die Abstandselemente etwas weich 
sind. Auch konnen die Abstandselemente beim Verschlie- 
Ben des EntladungsgefaBes durch eine weitere Lichtein- 
strahlung (wieder) etwas erweicht werden, um letzte Span- 
nungen auszugleichen. 

Konventionellerweise werden GlasentladungsgefaBe, je- 
denfalls solche fur Flachstrahlerlampen, vor dem Befullen 
aus mehreren Teilen mit Glaslot gefugt und im Ofen geheizt. 
Wenn die Erfindung nur in einem letzten Schritt des Ver- 
wendens von Glasteilen des EntladungsgefaBes, etwa in Zu- 
sammenhang mit den behandelten Mbglichkeiten des 
gleichzeitigen VerschlieBens einer BefuUbffhung, oder auch 
nur zum VerschlieBen einer Befulloffhung in einem der 
Teile verwendet wird, kann vor dem Schritt der Lichtein- 
strahlung ein Verfahrensschritt in einem ersten Durchlauf- 
ofen durchgefuhrt werden, Dabei konnen die mit den erhoh- 
ten Temperaturen verbundenen Ausgasungen aus dem Glas- 
lot noch nicht zu einer Verschmutzung des Entladungsgases 
fiihren. Gleichzeitig konnen bereits Adsorbate desorbiert 
werden. Das vorzugsweise etwas abgekiihlte Entladungsge- 
faB kann daraufhin weiter ausgepumpt und dann mit dem 
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eine Bodenplatte und die Ziffer 2 eine Deckenplatte sowie 
die Ziffer 3 einen Rahmen, der beide Platte verbindet. Diese 
Bestandteile bestehen aus Glas und sind in einem vorherge- 
henden Fiige verfahrensschritt iiber eine mit 4 bezeichnete 
Glaslotschicht miteinander verbunden worden. Das resultie- 
rende EntladungsgefaB hat einen im wesentlichen rechtecki- 
gen Querschnitt sowie einen (nicht dargestellten) rechtecki- 
gen GrundriB. Es dient zur Herstellung eines Flachstrahlers 
mit dielektrisch behinderten Endadungen zur Hinterleuch- 
tung eines Flachbildschirms oder auch fur die Allgemeinbe- 
leuchtung. Dementsprechend sind auf der in der Figur oben 
liegenden Seite der Bodenplatte 1 innerhalb des Rahmens 3 
Elektrodenstreifen aufgedruckt, wobei ein Teil der Elektro- 
den mit einer dielektrischen Schicht bedeckt ist. Diese Ein- 
zelheiten sind hier nicht von weiterem Interesse und daher 
nicht dargestellt. Es wird der Offenbarungsgehalt der bereits 
zitierten Anmeldung 197 11 890.0 in Bezug genommen. 

Jedenfalls ist das Vorhandensein der Elektrodenstreifen 
auf der Bodenplatte 1 Grund fur die Anordnung einer Be- 
45 fulloffnung 5 in der Deckenplatte 2. Dabei liegt die Befull- 
bffnung 5 in Fig. 1 der Einfachheit halber im wesentlichen 
mittig; bei einer konkreten Ausfuhrungsform ist jedoch eine 
Randlage aus bereits erlauterten Griinden bevorzugt. 

In die Befiilloffnung 5 ist in der Form eines verdickten 
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Befullgas gefullt werden. Daran anschlieBend wird in einer 50 Kragens eine Glashulse 6 als VerschluBelement eingesetzt. 



der beschriebenen Weisen das EntladungsgefaB verschlos- 
sen. In einem weiteren zweiten Durchlaufofen kann das be- 
reits verschlossene EntladungsgefaB dann in kontrollierter 
Weise durch kontrolliertes Senken der Temperatur abge- 
kuhit werden. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Aus- 
fiihrungsbeispiele konkreter erlautert, wobei die hierbei of- 
fenbarten Merkmale auch einzeln oder in anderen als den 
dargestellten Kombinationen erfindungswesentlich sein 
konnen. Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematisierte Querschnittsansicht durch ein 
Rachstrahler-EntladungsgefaB vor dem erfindungsgemaBen 
VerschlieBen nach einem ersten erfindungsgemaBen Aus- 
fuhrungsbeispiel; 

Fig. 2 eine Ausschnittsdarstellung zur Fig. 1 mit ver- 
schlossener Befullbffnung; 

Fig. 3 eine Ausschnittsdarstellung mit einer alternativen 
Beftilloffnung zu Fig. 1 vor dem VerschlieBen nach einem 



Das VerschluBelement 6 besteht aus einem mit FeS braun 
gefarbten Glas, das stark infrarotabsorbierend ist. Dieses 
VerschluBelement 6 wird erfindungsgemaB mit einem im In- 
frarotbereich abstrahlenden YAG-Laser bestrahlt, wobei es 
55 sich auf Temperaturen iiber 700° erhitzt, erweicht, und als 
Tropfen durch die Oberflachenspannung in die Befulloff- 
nung 5 hineingezogen wird. Nach dem Erkalten ist die Be- 
fulloffnung 5 in der in Fig. 2 schematisch dargestellten Art 
verschlossen, wobei die Erwarmung des VerschluBelements 
60 6 das ubrige EntladungsgefaB nicht beeintrachtigt. Zeichne- 
risch ist angedeutet, daB das die Befullbffnung 5 verschlie- 
Bende VerschluBelement 6 gegeniiber der restlichen Dek- 
kenplatte 2 eine leichte Welligkeit erzeugt und dariiber hin- 
aus optisch erkennbar braun gefarbt ist. Aus diesem Grund 
65 ist die bereits erwahnte wandnahe Anordnung vorzuziehen. 
Eine Alternative hierzu zeigen die Fig. 3 und 4, wobei in 
Fig. 3 der noch unverschlossene und in Fig. 4 der verschlos- 
sene Zustand einer Befullbffnung 5 dargestellt ist. Gema'B 
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Fig. 3 ist eine BefuUoffhung 5' in einem Rahmen 3' vorgese- 
hen, der Rahmen 3' weist also eine Liicke auf. In die Beftill- 
offnung 5' ist in ahnlicher Weise wie in Fig. 1 dargestellt 
eine Kragenhiilse 6* eingesetzt, die im ubrigen den vorste- 
henden Erlauterungen zu Fig. 1 entspricht. 

Nach Bestrahlung mit dem YAG-Laser ist die Befiilloff- 
nung 5' von dem aufgeschmolzenen VerschluBelement 6' 
verschlossen, wie in Fig. 4 dargestellt. Diese Variante bietet 
eine kleinstmogliche Beeintrachtigung der Lichtabstrah- 
lungseigenschaften der Gasendadungslampe. 

GemaB Fig. 5 erfolgt der erfindungsgemaBe Teil des Her- 
stellungsverfahrens in einer schematisch dargestellten Pro- 
duktionsstraBe aus drei Stationen 7, 8 und 9. Wie mit dem in 
Fig. 5 links eingezeichneten Pfeil verdeutlicht, wird ein aus 
der Bodenplatte 1, der Deckenplatte 2, dem Rahmen 3 und 
dem VerschluBelement 6 zusammengesetzter und an den ge- 
eigneten Stellen mit Glaslot 4 versehener Aufbau in die erste 
Station 7, einen Durchlaufofen zum Fiigen dieser Halb- 
zeuge, eingeschleust. Darin wird durch Erhitzen auf eine 
Temperatur zwischen 400° und 520°C das EntladungsgefaB 
gefiigt. Dabei liegt in dem Durchlaufofen eine Schutzgasat- 
mosphare vor. Durch grundliches Spiilen werden die bei den 
erhohten Temperaturen austretenden Kontaminationen, ins- 
besondere Bindet aus dem Glaslot 4, ausgetrieben. 



halb des Durchlaufofens 9 auf etwa 50°C abgekuhlt. GemaB 
dem in Fig. 5 rechts eingezeichneten Pfeil kann das fertige 
EntladungsgefaB danach entnommen werden. Da es sich, 
wie bereits erwahnt, um ein bereits mit Elektrodenstreifen 
5 und Durchfuhrungen derselben (vergleiche die bereits zi- 
tierte Anmeldung 197 11 890.9) versehenes Entladungsge- 
faB handelt, ist die Gasendadungslampe damit im wesentli- 
chen fertiggestellt. 
Ein weiterer Aspekt des Herstellungsverfahrens bezieht 
10 sich auf die in Fig. 1 schematisch eingezeichnete Glaskugel 

11 als Abstandselement, die auf einem "Zwischenelement" 

12 aus Glaslot ruht. Es sind natiirlich mehrere dieser Ab- 
standselemente 11 vorgesehen. Dabei handelt es sich um 
Stutzkorper zum gegenseitigen Abstutzen der Platten 1 und 

15 2 gegen den AuBendruck bei Unterdruckgasfullungen des 
EntladungsgefaBes. Hierzu wird verwiesen auf die Anmel- 
dung 198 17 478.0 derselben Anmelderin. Die Anordnung 
dieser Abstandselemente 11 auf den Glaslotkissen 12 haben 
den Sinn, daB die Abstandselemente im noch nicht gefugten 

20 Zustand, also vor Einschleusen in den ersten Durchlaufofen 
7, die Deckenplatte 2 iiber den Rahmen 3 hinaus hochhalten. 
Dadurch kann beim Fugen zunachst ein besserer Pumpquer- 
schnitt zum Spiilen des Innenraums des EntladungsgefaBes 
und Austreiben des Binders und anderer Kontami nation er- 



Die Temperatur in dem Durchlaufofen 7 wird soweit er- 25 zielt werden. Insbesondere ist jedoch hierdurch sicherge- 
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hoht, daB sich bei einer Viskositat des Fiigelotes von deut- 
lich unter 10 6 dPas das Glaslot 4 erweicht und die zu fugen- 
den Teile verbindet. Dazu sind typischerweise Temperaturen 
von 520°C notwendig. Die Schutzgasatmosphare dient im 
wesendichen dazu, eine Oxidation des (in den Figuren nicht 
dargestellten) Leuchtstoffs in dem EntladungsgefaB bei den 
erhohten Temperaturen zu verhindern. Ein (wesentlich auf- 
wendigerer und damit teurerer) Vakuumofen ist in der Sta- 
tion 7 nicht erforderlich. 

Nach dem Fiigen und Abkiihlen auf eine Temperatur mit 
einer Viskositat des Glaslotes 4 von iiber 10 10 dPas wird das 
EntladungsgefaB in die zweite Station 8 eingeschleust, wo 
bei das VerschluBelement 6 noch dem in den Fig. 1 und 3 
dargestellten Zustand entspricht. Daher ist das Innere des 
EntladungsgefaBes iiber die Befiilloffnung 5 noch offen. In 40 
dem Vakuumofen 8 wird daher durch die Befiilloffnung 5 
abgepumpt, wobei das EntladungsgefaB auf einer zur Unter- 
stiitzung weiterer Desorptionsprozesse und hinsichtlich der 
bei der folgenden Verschmelzung des VerschluBelements 6 
geeigneten erhohten Temperatur von 250°-300°C gehalten 45 
wird. 

Alternativ kann das VerschluBelement 6 auch erst in dem 
Vakuumofen 8 aufgebracht werden. 

Nach ausreichendem Abpumpen wird in dem Vakuum- 
ofen 8 eine der gewiinschten Gasfullung der Gasentladungs- 
lampe entsprechende Atmosphare eingestellt, die durch die 
Beftilloffnung 5 in das EndadungsgefaB eindringt. 

Nun kann mit einer schematisch dargestellten und mit 10 
bezeichneten Einkopplungseinrichtung mit einer Lichtlei- 
terdurchfuhrung fiir einen auBerhalb des Ofens 8 angeordne- 
ten YAG-Laser gezielt Leistung in das VerschluBelement 6 
eingekoppelt werden, bis dieses bei einer Temperatur iiber 
500°C, typischerweise 700°C, aufschmilzt und als TYopfen 
durch die Oberflachenspannung in die Befiilloffnung 5 hin- 
eihgezogen wird. Nach Ausschalten des Lasers 10 erkaltet 60 
das VerschluBelement 6 in der in den Fig. 2 und 4 dargestell- 
ten Form und schlieBt die in dem EntladungsgefaB einge- 
schlossene Gasfullung ein. 

Dann wird das geschlossene EntladungsgefaB in die dritte 
Station 9, einen weiteren Durchlaufofen, eingeschleust und 65 
dort durch eine definierte Steuerung der Ofentemperatur 
bzw. durch ein Verfahren der Lampe endang einer einem de- 
finierten Temper aturverlauf entsprechenden Strecke inner- 
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stellt, daB nach dem durch die Erweichung des Glaslotes 12 
und durch das Gewicht der Deckenplatte 2 auftretenden Ab- 
senken der Deckenplatte 2 auf den Rahmen 3 bzw. dessen 
obere Glaslotschicht 4 alle Stutzelemente 11 gleichmaBig an 
der Deckenplatte 2 anliegen. Es handelt sich also um eine 
Selbstjustagewirkung hinsichtlich der MaBgenauigkeit der 
Stutzelemente zwischen den Platten 1 und 2. Bei der folgen- 
den Beschreibung weitere Ausfuhrungsbeispiele wird deut- 
lich, in welcher Weise solche Abstandselemente mit der Er- 
findung verbunden werden konnen. 

Das dritte Ausfiihrungsbeispiel in Fig. 6 weist wiederum 
eine Bodenplatte 1 und Deckenplatte 2 sowie einen Rahmen 
3 auf. Der Rahmen 3 kann mit der Bodenplatte 1 in verschie- 
dener Art und Weise verbunden sein oder mit ihr einstiickig 
ausgefiihrt sein. Insbesondere konnte er auch durch Glasauf- 
schmelzen infolge Lichteinstrahlung mit der Bodenplatte 1 
gefiigt sein. Das Ausfiihrungsbeispiel dient jedoch zur Illu- 
stration der Verbindung der Deckenplatte 2 mit dem Rah- 
men 3. Hierzu ist auf den Rahmen 3 eine infrarotabsorbie- 
rende Glasauflage mit Oberseite 13 aufgelegt, die in den Ek- 
ken des EndadungsgefaBes mit kleinen Saulen 14 lokal er- 
hoht ist. Die Deckenplatte 2 liegt im ubrigen Bereich mit ei- 
nem der Hohendifferenz zwischen den Saulen 14 und der 
restlichen Auflage 13 entsprechenden Abstand iiber der 
Oberseite 13 der Auflage, also der Dichtfl ache. 

Durch lokalisiertes Erwarmen der Saulen 14 durch Ein- 
strahlung eines Infrarotlasers durch die Deckenplatte 2 hin- 
durch (die deutlich weniger absorbiert als das Glasmaterial 
der Auflage mit den Saulen 14) werden die Saulen 14 er- 
weicht, so daB die Deckenplatte 2 auf die Dichtflache 13 auf 
der Auflage absinkt. Dann kann durch entsprechende Erwar- 
mung der gesamten Dichtflache 13 durch Infrarotbestrah- 
lung ein inniges VerschlieBen des EntladungsgefaBes uber 
den gesamten oberen Umfang des Rah mens 3, also iiber die 
gesamte Dichtflache 13, erzielt werden. 

Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel sind in alien vier Ecken 
eines im GrundriB rechteckigen Flachstrahler-Entladungs- 
gefaBes Saulen 14 vorgesehen. Dementsprechend ergeben 
sich zwischen der Dichtflache 13 und der Deckenplatte 2 
vier Zwischenraume, jeweils zu einer Seite des rechteckigen 
Grundrisses hin. Je nach Anforderungen an den Leitungs- 
querschnitt zum Auspumpen und Befallen des Entladungs- 
gefaBes konnen die Saulen 14 in der Hone angepaBt werden. 
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Bei einer zu groBen Hohe kann jedoch die Gefahr eines 
seitlichen Wanderns der Deckenplatte 2 beim Absenken auf 
die Dichtflache 13 bestehen. In dieser Hinsicht schafft das 
vierte Ausfuhrungsbeispiel aus Fig. 7 Abhilfe. Dort sind 
ebenfalls Saulen 14 vorgesehen, jedoch nur an zwei benach- 5 
barten Ecken des rechteckigen Grundrisses. An der den bei- 
den Ecken mit den Saulen 14 gegeniiberliegenden Seiten- 
kante ist beim Herstellungsverfahren ein Anschlagkorper 15 
angeordnet. Auch wenn, wie zeichnerisch iibertrieben ange- 
deutet, die Hohe der Saulen 14 erheblich ist, kann beirn Ab- 10 
sinken der Deckenplatte 2 auf die Dichtflache 13 im Falle ei- 
nes Wanderns der Deckenplatte 2 keine wesentliche seitli- 
che Verschiebung auftreten. Die Deckenplatte 2 wird durch 
die Schwerkraft im Falle eines Wandems oder Verrutschens 
an den Anschlag 15 anstoBen und von diesem in der richti- 15 
gen Position festgehalten, wahrend die Saule 14 abgebaut 
wird. Es lassen sich hierbei also groBere Saulenhohen 14 er- 
reichen, jedoch ist die bei einer festgelegten Saulenhohe er- 
zielte Gesamtflache der Befulloffnungen zwischen Decken- 
platte 2 und Dichtflache 13 gegeniiber der Variante aus Fig. 20 
6 halbiert. 

Ein weiteres funftes Ausfuhrungsbeispiel zeigt Fig. 8. 
Hierbei besteht ein Rahmen 16 zwischen der Bodenplatte 1 
und der Deckenplatte 2 aus infrarotabsorbierendem Glasma- 
terial (jedenfalls zumindest im oberen Bereich). Der obere 25 
Bereich des Rahmens 16 und die darauf liegende Dichtfla- 
che 13' sind gewellt, so daB die Deckenplatte 2 an dem Rah- 
men 16 an einer groBeren Zahl von Stellen anliegt, zwischen 
denen jeweils einzelne Offnungen 18 - den Talern der Wel- 
ligkeit entsprechend - auftreten. Durch Erweichen bzw. 30 
Aufschmelzen des oberen Bereichs des Rahmens 16, insbe- 
sondere im Bereich der Berge der Welligkeit, sinkt auch hier 
die Deckenplatte 2 flachig auf die Dichtflache 13' ab und 
verschlieBt somit das EndadungsgefaB. 

Natiirlich kann auch eine Auflage im Sinne des dritten 35 
und des vierten Ausfuhrungsbeispiels mit einer welligen 
Dichtflache 13* versehen sein, und umgekehrt bei einem Fig. 
8 entsprechenden Ausfuhrungsbeispiel eine Dichtflache mit 
an wenigen ausgezeichneten Punkten vorgesehenen Saulen 
entsprechend dem dritten und dem vierten Ausfiihrungsbei- 40 
spiel vorgesehen sein. AuBerdem konnen in dem dritten, 
dem vierten sowie dem fiinften Ausfuhrungsbeispiel auch 
Abstandselemente wie bei dem ersten und zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel auftreten, die jedoch in den Fig. 6, 7 und 8 
nicht eingezeichnet sind. 45 

Das letzte und sechste Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 9 ver- 
wendet die Abstandselemente 11 mit besonderen Zwischen- 
elementen 17 in einer fur die Erfindung typischen Weise: 
Die Deckenplatte 2 liegt dabei vor dem erfindungsgemaBen 
VerschlieBen auf den Abstandselementen 11, jedoch nicht 50 
auf einer Dichtflache 13" des Rahmens auf. Die Dichtflache 
13" ist die Oberseite einer infrarot-absorbierenden Auflage 7 
auf dem eigentlichen Rahmen 3. Dann werden die Zwi- 
schenelemente 17 aus porenfreiem Glas mit infrarot-absor- 
bierenden Zusatzen durch Lasereinstrahlung erweicht, so 55 
daB die Abstandselemente 11, auch hier Glaskugeln, mit der 
Deckenplatte 2 absinken. 

Dadurch gelangt die Deckenplatte 2 in Anlage gegen die 
Dichtflache 13" auf der Auflage 7 und kann danach wie- 
derum durch Laserbestrahlung mit dieser verschmolzen 60 
werden. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist also das durch 
Lichteinstrahlung erweichte und damit eine Offnung beseiti- 
gende Element (das Zwischenelement 17) nicht identisch 
mit dem die Dichtflache 13" aufweiscnden Element, nam- 
lich der Auflage 7. 65 

Auch hier kann die Laserbestrahlung durch z. B. die Dek- 
kenplatte 2 hindurch erfolgen, weil die zu erweichenden 
Elemente 17 und 7 selektiv absorb ieren. 



Beim Absinken der Deckenplatte 2 auf den in die Zwi- 
schenelemente 17 einsinkenden Glaskugeln 11 ergibt sich 
eine selbstjustierende Wirkung, so daB die Deckenplatte 2 
schlieBlich mit gleichmaBigem Andruck auf alien vorgese- 
henen Glaskugeln 11 und auf der Dichtflache 13" aufliegt. 
Eine solche selbstjustierende Funktion durch Erweichen von 
Zwischenelementen kann natiirlich auch bei den anderen 
Ausfiihrungsbeispielen vorgesehen sein. Insbesondere kon- 
nen die Zwischenelemente auch nach dem VerschlieBen des 
EntladungsgefaBes "nacherwarmt" werden, um verbliebene 
Spannungen abzubauen. 

Dem dritten, vierten, fiinften und sechsten Ausfuhrungs- 
beispiel gemeinsam ist, daB der Lasereinstrahlfleck auf der 
Dichtflache bewegt wird, um eine flachige Erwarmung zu 
erzielen. Dies kann am einfachsten durch entsprechende 
Manipulation eines den Laserstrahl transportierenden Licht- 
leiters geschehen. In dieser Weise kann der Laser auBerhalb 
des in Fig. 5 dargestellten Vakuumofens 8 angeordnet sein 
und eine Manipulationsmechanik mit entsprechenden Vaku- 
umdurchfuhrungen in Verbindung mit einer Lichtleiter- 
durchfuhrung zur lokal gezielten Bestrahlung verwendet 
werden. Auch ist es moglich, durch eine etwas erhohte Tem- 
peratur des gesamten EntladungsgefaBes eine gewisse Er- 
weichung eines Zwischenelements zum Spannungsaus- 
gleich zu erzielen, wobei jedoch nur niedrig schmelzende 
Glaser oder Glaslote in Frage kommen. Demgegenuber hat 
die gezielte Laserbestrahlung den Vorteil einer groBeren 
Freiheit bei der Materialwahl fur das Zwischenelement 17. 
Es kann vorteilhaft sein, die eigentlicheDichtstrecke darauf- 
hin noch einmal zu VerschlieBen. 

Von den erlauterten Einzelheiten der Lichteinstrahlung 
auf die entsprechenden Elemente bei den verschiedenen 
Ausfiihrungsbeispielen abgesehen entspricht die Herstel- 
lung den in den Fig. 6-9 dargestellten Ausfiihrungsbeispie- 
len oder den Erlauterungen zu Fig. 5. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines EntladungsgefaBes 
einer Gasendadungslampe, dadurch gekennzeichnet, 
daB zum dichten Verbinden zweier Glasteile des Entla- 
dungsgefaBes und/oder dichten VerschlieBen einer Off- 
nung (5, 18) des EntladungsgefaBes Glas (6, 6', 7, 13, 
13', 13", 14, 16, 17) durch Lichteinstrahlung aufge- 
schmolzen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Lichtein- 
strahlung lokal konzentriert erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem das auf- 
zuschmelzende Glas (6, 6*, 7, 13, 13', 13", 14, 16, 17) 
vor der Lichteinstrahlung weitgehend porenfrei ist. 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem das aufzuschmelzende Glas (6, 6', 7, 13, 13', 
13", 14, 16, 17) hinsichtlich der Lichteinstrahlung star- 
ker absorbiert als die benachbarten Teile des Entla- 
dungsgefaBes. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das aufzu- 
schmelzende Glas (6, 6', 7, 13, 13\ 13", 14, 16, 17) hin- 
sichtiich der Lichteinstrahlung absorbierende Zusatze 
beinhaltet. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Zusatze Io- 
nen von Co, Cu, Cr, Ni, Ce, Nd, Pr, Cd, Ti, Mn, V, Pb, 
Zn, Bi oder Fe beinhalten, insbesondere Fe. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem die Zu- 
satze Sulfide, Telluride oder Selenide von Zn, Sb, Pb, 
Mo, W, Ag, Co, Cu, Cr, Ni, Ce, Nd, Pr, Cd, Ti, Mn, V 
oder Fe beinhalten, insbesondere FeS. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem die Lichteinstrahlung durch einen Laser er- 
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zeugt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem ein Laserein- 
strahlfleck bei der Lichteinstrahlung bewegt wird. 

10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem die Lichteinstrahlung mit Infrarotlicht er- 5 
zeugt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi wahrend der lokalen 
Lichteinstrahlung erwarmt wird auf eine Temperatur 
zwischen 150°C, vorzugsweise 200° und besonders be- 10 
vorzugterweise 250°C als untere Grenze sowie 500°C, 
vorzugsweise 450°, 400°, und besonders bevorzugter- 
weise 350°C als oberer Grenze. 

12. Verfahren nach Anspruch 8 und 11, bei dem zur 
Lichteinstrahlung ein Vakuumofen (8) mit einer Licht- 15 
leiterdurchfuhrung (10) verwendet wird. 

13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem die Offnung (5) durch Verschmelzen eines 
VerschluBelements (6) in der Offnung (5) verschlossen 
wird und das Verschlul3element (6) vor dem Ver- 20 
schmelzen die Form eines verdickten Randes der Off- 
nung (5) hat. 

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem die Offnung (5) eine Befulloffhung ist und 
einen Durchmesser im Bereich von 1-5 mm hat. 25 

15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi ein Hachstrahlerent- 
ladungsgefaB ist und eine Bodenplatte (1), einen Rah- 
men (3') und eine Deckenplatte (2) aufweist, wobei 
eine Befulloffnung (5') in dem Rahmen (3') vorgesehen 30 
ist. 

16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi ein Flachstrahlerent- 
ladungsgefafi ist und eine Bodenplatte (2), einen Rah- 
men (3, 16) und eine Deckenplatte (1) aufweist, wobei 35 
Unebenheiten (14) einer Dichtflache (13, 13') zwischen 
einer der Platten (1, 2) und dem Rahmen (3, 16) zumin- 
dest einen Zwischenraum (18) als Befulloffnung offen 
halten und die Befulloffnung (18) durch das Auf- 
schmelzen beseitigt wird. 40 

17. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die Dichtfla- 
che (13') gewellt ist. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, bei dem die Dichtfla- 
che (13) an zumindest einem ausgezeichneten Punkt 
(14) erhoht ist. 45 

19. Verfahren nach Anspruch 16, 17 oder 18, bei dem 
der Rahmen (16) hinsichtlich der Lichteinstrahlung 
starker absorbicrt als die benachbarten Teile des Entla- 
dungsgefafies. 

20. Verfahren nach Anspruch 16, 17 oder 18, bei dem 50 
zwischen dem Rahmen (3) und der einen (2) der Platten 
eine Rahmenauflage (13) verwendet wird, die hinsicht-. 
lich der Lichteinstrahlung starker absorbiert als die be- 
nachbarten Teile des EntladungsgefaBes. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 16-20, bei 55 
dem ein Anschlag (15) fur die dem Zwischenraum be- 
nachbarte Platte (2) vorgesehen ist. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, bei dem die Platte 
(2) vor dem Beseitigen des Zwischenraumes auf den 
Anschlag (15) zu geneigt ist. 60 

23. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi ein Flachstrahlerent- 
ladungsgefafi ist und eine Bodenplatte (1), einen Rah- 
men (3, 7) und eine Deckenplatte (2) aufweist, wobei 
die Platten (1,2) vor dem VerschlieBen des Entladungs- 65 
gefaBes durch Abstandselemente (11, 17) soweit aus- 
einander gehalten werden, dafi zwischen dem Rahmen 
(3, 7) und einer der Platten (2) ein Zwischenraum als 



Befulloffnung besteht, die Abstandselemente (11, 17) 
erweicht werden, um die Platten (1, 2) anzunahern und 
den Zwischenraum zu schlieBen, und eine in dem Be- 
reich des geschlossenen Zwischenraums angeordnete 
Dichtflache (13") durch die Lichteinstrahlung ver- 
schlossen wird. 

24. Verfahren nach Anspruch 23, bei dem die Ab- 
standselemente (11, 17) aus einem bei der Herstellung 
des EntladungsgefaBes nicht erweichenden Glasele- 
ment (11) und einem zwischen dem Glaselement (11) 
und einer der Platten (1) angeordneten, bei der Herstel- 
lung erweichenden Zwischenelement (17) bestehen. 

25. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem sich das 
Entladungsgefafi bei der Lichteinstrahlung auf die 
Dichtflache noch auf einer die Abstandselemente er- 
weichenden Temperatur befindet. 

26. Verfahren nach Anspruch 24, bei dem die Ab- 
standselemente (11, 17) bei oder nach der Lichtein- 
strahlung auf die Dichtflache (13") mit Lichteinstrah- 
lung etwas erweicht werden, um Spannungen auszu- 
gleichen. 

27. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi vor dem Befullen in 
einem ersten Durchlaufofen (7) mit einem Glaslot (4) 
gefugt wird. 

28. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das EntiadungsgefaB nach dem Befullen 
und dem VerschlieBen der Befulloffnung (5, 18) in ei- 
nem zweiten Durchlaufofen (9) definiert abgekiihlt 
wird. 

29. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprii- 
che, bei dem das Entladungsgefafi Endadungselektro- 
den aufweist, die zumindest zum Teil durch eine di- 
elektrische Schicht von dem Innenraum des Entla- 
dungsgefaBes getrennt sind. 
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